EP 1 850 010 A2

(1 9) Européisches

Patentamt

European
Patent Office
Office européen

des brevets

(11) EP 1850 010 A2

(12) EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Verdffentlichungstag:
31.10.2007 Patentblatt 2007/44

(21) Anmeldenummer: 07008052.8

(22) Anmeldetag: 20.04.2007

(51) IntCl.:

F04D 13/06 (2006.01

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HUIEISITLILT LU LV MC MT NL PL PT RO SE
SISKTR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

(30) Prioritat: 28.04.2006 DE 102006021243

(71) Anmelder: Biihler Motor GmbH
90459 Niirnberg (DE)

(72) Erfinder:

¢ lhle, Olai
90542 Eckental (DE)

¢ Peterreins, Thomas
90475 Niirnberg (DE)

¢ Schmidt, Helmut
90765 Fiirth (DE)

¢ Suttner-Reimann, Armin
91126 Schwabach (DE)

(54) Kreiselpumpe

(57)  Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe (100)
mit einem aus spritzgusstechnisch verarbeitbarem
Kunststoffmaterial bestehenden Pumpengehause (102),
das ein erstes, einen Saugstutzen (105) und einen
Druckstutzen (106) aufweisendes, Gehauseteil (103),
und ein zweites, einen elektronisch kommutierten
Gleichstrommotor (10) aufnehmendes und einen Spalt-
topf (116) aufweisendes zweites Gehauseteil (104) um-
fasst, einem Motorgehauseteil (44), der einen Trocken-
raum, den der Spalttopf (116) von einem Nassraum
trennt und in dem ein Stator (40) und eine Elektronik (60)
angeordnet sind, schlie3t und einem Permanentmagne-
trotor (50), der im Nassraum drehbar gelagert ist und ein
Pumpenlaufrad (59), das sich in den Pumpenraum 109
erstreckt, antreibt, wobei die Elektronik auf einer recht-
winklig zu einer Achse (49) und parallel zu einem Boden
(117) des Spalttopfs (116) ausgerichteten Leiterplatte
(61) angeordnet und die Leiterplatte (61) in warmeleiten-
dem Kontakt mit dem Boden (117) ist. Aufgabe der Er-
findung ist es warmeempfindliche elektronischen Bautei-
le auf einfache Weise und mit hohem Wirkungsgrad zu
kiihlen, wobei eine einfache Montage der Elektronik ge-
wahrleistet ist und nur eine geringe Teileanzahl bendtigt
wird und der Bauraum so gering wie moglich ist. Diese
Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch gelést, dass ein
oder mehrere Leiterbahnen (66) der Leiterplatte (61) in
warmeleitendem Kontakt mit dem Boden (117) sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe (100)
mit einem aus spritzgusstechnisch verarbeitbarem
Kunststoffmaterial bestehenden Pumpengehause (102),
das ein erstes, einen Saugstutzen (105) und einen
Druckstutzen (106) aufweisendes, Gehauseteil (103),
und ein zweites, einen elektronisch kommutierten
Gleichstrommotor (10) aufnehmendes und einen Spalt-
topf (116) aufweisendes zweites Gehauseteil (104) um-
fasst, einem Motorgehauseteil (44), der einen Trocken-
raum, den der Spalttopf (116) von einem Nassraum
trennt und in dem ein Stator (40) und eine Elektronik (60)
angeordnet sind, schlie3t und einem Permanentmagne-
trotor (50), der im Nassraum drehbar gelagert ist und ein
Pumpenlaufrad (59), das sich in den Pumpenraum 109
erstreckt, antreibt, wobei die Elektronik auf einer recht-
winklig zu einer Achse (49) und parallel zu einem Boden
(117) des Spalttopfs (116) ausgerichteten Leiterplatte
(61) angeordnet und die Leiterplatte (61) in warmeleiten-
dem Kontakt mit dem Boden (117) ist.

[0002] Aus der US 6,524,083 B2 ist eine gattungsge-
mafe Kreiselpumpe bekannt bei der mehrere Transisto-
ren mit dem Boden eines Pumpenraums thermisch ge-
koppelt ist. Nachteilig bei dieser Ausflhrung ist die ge-
ringe Warmeleitfahigkeit der Bauteilgehduse und die
kaum zu gewahrleistende plane Auflage der Bauteile mit
dem Boden.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es warmeempfindli-
che elektronischen Bauteile auf einfache Weise und mit
hohem Wirkungsgrad zu kiihlen, wobei eine einfache
Montage der Elektronik gewahrleistet ist und nur eine
geringe Teileanzahl bendtigt wird und der Bauraum so
gering wie moglich ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch
gelést, dass ein oder mehrere Leiterbahnen (66) der Lei-
terplatte (61) in warmeleitendem Kontakt mit dem Boden
(117) sind. Da elektronische Bauteile die Warme, die in
ihnen erzeugt wird zunachst an die unmittelbar daran
anschlieRenden Leiterbahnen weiterleitet, ist es beson-
ders effektiv diese Leiterbahnen (66) in warmeleitenden
Kontakt mit einer Warmesenke zu bringen. Als Warme-
senke kommt hier der Boden (117) des Spalttopfs (116)
in Frage. Hierdurch werden keine zusatzlichen Kuhlkor-
per bendtigt.

[0005] Um eine gutethermische Ankopplungzwischen
der Oberflaiche der Leiterplatte (61) und dem Boden
(117) herzustellen ist es zweckmaRig ein an die Oberfla-
che anpassbares warmeleitendes Mittel zwischen Lei-
terplatte (61) und Boden (117) anzuordnen. Hierbei ist
es besonders vorteilhaft wenn ein sich an die Oberflache
der Leiterbahnen (66) und Boden (117) anpassendes
Warmeleitmittel zwischen Boden (117) und den Leiter-
bahnen (66) angeordnet ist.

[0006] Bei dieser Anordnung ist eine hervorragende
entwarmende Wirkung dadurch gegeben, dass Wéarme,
die in einem elektronischen Bauteil (70) entsteht tber
Leiterbahnen (66) der Leiterplatte (61), dem warmelei-
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tenden Mittel und dem Boden (117) des Spalttopfs (116)
an ein Foérdermedium der Kreiselpumpe abgegeben
wird.

[0007] Verwendet man mehrere Bauteile, dann steht
eine entsprechend grof3ere Flache fur die Warmeleitung
zur Verfiigung. In einer Variante sind deshalb zumindest
drei Transistoren als elektronische Bauteile (70) ther-
misch mit dem Boden (117) koppelt.

[0008] Daswarmeleitende Mittelist vorzugsweise eine
Warmeleitfolie (67). Warmeleitfolien sind gegeniber
Warmeleitpasten einfach und prozesssicher montierbar.
[0009] Bei einer bevorzugten Weiterentwicklung der
Kreiselpumpe ist vorgesehen, dass die Leiterplatte (61)
Leiterbahnen (66) aufweist, deren Querschnitte abhan-
gig von den damit elektrisch und thermisch angeschlos-
senen Bauteilen (70) oder Bauteilanschlissen unter-
schiedlich gewahlt sind, wobei der Querschnitt bei hbhe-
rer zu erwartender Warmeentwicklung gréRer gewahlt
wird. Uber die gréReren Querschnitte kann mehr Warme
an die Umgebung abgefiihrt werden. In der Regel sind
Leiterplatten mit einer Kupferkaschierung versehen. Auf
einer Leiterplatte, die Innerhalb eines Gehauses ange-
ordnet ist, ist normalerweise nur sehr wenig Flache vor-
handen, die als Kihlflachen dienen koénnten, deshalb
werden die Leiterbahnflachen bedarfsgerecht ausgelegt
und fir solche Bauteile oder Bauteilanschliisse, die be-
kanntermal3en eine hohe Warmeentwicklung aufweisen,
in der Regel sind das wicklungsstromfiihrende Teile, mit
einem moglichst groRen Leiterbahnquerschnitt auszu-
statten, damit die Warme schnell abgefiihrt werden kann.
[0010] In gleicher Weise wird bevorzugt, dass die Lei-
terplatte (61) Leiterbahnen (66) aufweist, deren Flachen-
ausdehnung auf der Leiterplatte abhangig von den damit
elektrisch und thermisch angeschlossenen Bauteilen
oder Bauteilanschlissen unterschiedlich gewahlt sind,
wobei die Flachenausdehnung bei héherer zu erwarten-
der Warmeentwicklung grolRer gewahlt wird. Hier gilt das
gleiche wie oben genannt, wobei neben den Querschnit-
ten auch die flaichenmaRige Ausdehnung der Leiterbah-
nen berticksichtigt wird. Im optimalen Fall sind grof3e Lei-
terbahnquerschnitte Gber eine grof’e Leiterbahnlange
vorgesehen.

[0011] Die erfindungsgemalRe direkte Warmeankopp-
lung der Leiterbahnen (66) an den Boden (117) ist nur
moglich, wenn Bauteile auf der Leiterplatte nicht stéren,
deshalb ist in einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung vorgesehen, dass zumindest ein zu kihlendes
elektronisches Bauteil (70) auf der dem Boden (117) ab-
gewandten Seite der Leiterplatte (61) angeordnet ist und
Uber zumindest eine warmeleitende Durchkontaktierung
mit den Leiterbahnen (66) auf der gegentliberliegenden
Seite der Leiterplatte (61) verbunden ist.

[0012] Um eine optimale Warmeankopplung zwischen
den beiden Leiterplattenseiten zu erreichen sind eine
Vielzahl von Durchkontaktierungen vorgesehen. Durch-
kontaktierungen dieser Art sind aus der HF-Technik be-
kannt. Dort wird durch die Verwendung einer Vielzahl
von Durchkontaktierungen mit geringen Abmessungen
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eine elektromagnetische Abschirmung fiir hohe Fre-
quenzen aufrecht erhalten.

[0013] Bei einer alternativen Ausflihrungsform ist im
Boden (117) eine Vertiefung (107) vorgesehen, die als
Freisparung flr ein auf der Leiterplatte (61) angeordne-
tes und mit Leiterbahnen (66) der Leiterplatte elektrisch
und thermisch angeschlossenes elektronisches Bauteil
(70) dient. In der Regel lasst sich eine Vertiefung nur in
der Mitte des Bodens (107) realisieren. Dort ist ausrei-
chend axialer Bauraum vorhanden, der fir das elektro-
nische Bauteil (70) und die Vertiefung (107) verwendbar
ist. Eine direkte thermische Ankopplung des elektroni-
schen Bauteils (70) in der Vertiefung (107) ware zwar
wlinschenswert, ist aber aufgrund der Bauteiltoleranzen
nicht vorgesehen.

[0014] Eine bauraumsparende Elektronik ist bekann-
termafllen dadurch erreichbar, dass elektronische Bau-
teile (70) als SMD-Bauteil ausgebildet sind und mit der
Oberflache von Leiterbahnen (66) der Leiterplatte (61)
ohne Anschlussdrahte verlétet ist. Durch die geringe
Bauhdhe der SMD-Bauteile kann auch die Vertiefung
(107) entsprechend flacher gewahlt werden.

[0015] Bei dem Bauteil (70) handelt es sich z.B. um
einen integrierten Schaltkreis (IC), der die Statorwicklung
(41) schaltet.

[0016] Ein Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung wird nachfolgend anhand der Zeichnung naher
erlautert.
[0017] Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht durch eine erfindungsge-
mafe Kreiselpumpe,

Fig.2 ein Leiterplattenlayout,
Fig.3 ein teilweise bestiicktes Leiterplattenlayout,

Fig. 4 eine Explosionsdarstellung eines Gehauses
der Kreiselpumpe,

Fig. 5 eine Explosionsdarstellung mit einem Stator
eines burstenlosen Gleichstrommotors,

Fig. 6 eine Darstellung des montierten Stators,

Fig. 7 eine Darstellung nach Fig. 5 mit ausgeblen-
deter Leiterplatte

Fig. 8 eine Darstellung des Stators mit ausgeblen-
detem Isolierstoffkorper,

Fig. 9 eine zweite Darstellung des Stators mit aus-
geblendetem Isolierstoffkdrper,

Fig. 10 eine Schnittansicht durch eine zweite Aus-
fuhrungsform der Kreiselpumpe,

Fig.11 eine Leiterplatte der zweiten Ausfihrungs-
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form und
Fig. 12 eine Leiterplatte mit Warmeleitfolie.

[0018] Fig. 1 und Fig. 10 zeigen eine Schnittansicht
durch eine erfindungsgemafe Kreiselpumpe 100, mit ei-
nem Pumpengehause 102, bestehend aus einem ersten
Gehauseteil 103 und einem daran anschlieenden zwei-
ten Gehauseteil 104. Ein Motorgehauseteil 44 begrenzt
einen Trockenraum, der von einem Stator (40) eines
elektronisch kommutierten Gleichstrommotors und sei-
ner Ansteuerelektronik ausgefiillt wird. Das Motorgehau-
seteil 44 schlie3t an das zweite Gehauseteil 102 and.
Das erste und das zweite Gehauseteil 103, 104 begren-
zen einen Nassraum 101 der Kreiselpumpe. Das zweite
Gehauseteil 104 ist einstiickig mit einem Spalttopf 116
geformt, welcher den Nassraum 101 von einem Trocken-
raum 99 trennt.

[0019] Der Nassraum 101 enthalt eine Achse 49, die
zwischen einer spalttopfseitigen Achsaufnahme 48 und
einer saugstutzenseitigen Achsaufnahme 47 fest einge-
bautist. Eine Radndelung am Achsenende verhindert eine
Verdrehung der Achse 49 wahrend des Pumpenbetriebs.
Auf der Achse 49 ist ein Festlager 54 drehbar gelagert,
welches in einer hohlen Welle 51 des Rotors 50 einge-
presstist. Die Welle 51 ist einstlickig mit einem Pumpen-
laufrad 59, das mehrere etwa spiralférmig geformte FlU-
gel 591 fur die Flissigkeitsférderung enthalt. Die Stirn-
flachen des Festlagers 54 kdnnen sich axial unter Zwi-
schenlage von Anlaufscheiben gegen die spalttopfseiti-
ge Achsaufnahme 48 und gegen die saugstutzenseitige
Achsaufnahme 47 abstitzen. Ein hohlzylindrischer Fer-
ritmagnet 52 ist auf die hohle Welle 51 aufgeklebt, wobei
ein elastischer Kleber verwendet wird, der in drei, vier
oder funf in die Hohlwelle geformte achsparallele Nuten
511 eingebracht ist.

[0020] Der Trockenraum 99 enthalt den Stator 40 des
elektronisch kommutierten Gleichstrommotors 10, der in
Form einer hohlzylindrischen Statorwicklung 41 ausge-
bildet ist, wobei deren Magnetfeld im Betrieb Uber Klau-
enpole in alternierende Weise an den Umfang des Spalt-
topfs 116 gefiihrt wird und mit dem hohlzylindrischen Per-
manentmagneten 52 im Nassraum 101 wechselwirkt.
Der magnetische Kreis wird durch einen Ruickschluss-
ring 43, der mit den Klauenpolen 42 verbunden ist, ge-
schlossen. Die Klauenpole 42 sind durch Umspritzen mit
einem Isolierstoffkdrper 46 versehen, der die Klauenpole
42 mechanisch aber nicht magnetisch miteinander ver-
bindet. Der Stator 40 weist im vorliegenden Beispiel vier
Polpaare auf. Der Isolierstoffkérper 46 ist geometrisch
so geformt, dass die Wicklungsdrahte der Statorwicklung
41 mit Klemmschneidkontakte aufweisende Kontaktpins
62 verbindbar sind, wobei diese Klemmschneidkontakte
im Isolierstoffkdrper 46 mechanisch befestigbar sind. Die
Kontaktpins 62 sind als Kombi-Kontakte geformt und an
ihrem dem Klemmschneidkontakt 63 gegeniberliegen-
denEndein eine Leiterplatte 61 eingepresst und dadurch
mit dieser kontaktiert. Die Kontaktpins 62 enthalten hier-
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flr ein oder zwei verformbare Einpresszonen. Die Lei-
terplatte 61 ist bestlickt mit einem Hall-Sensor 71, zu-
mindest einem elektronischen Bauteil 70 fir die Wick-
lungsbeschaltung und einen PTC fir den Wicklungs-
schutz, und Steckerpins 64 fir die Spannungsversor-
gung. Das Motorgehauseteil 44 beinhaltet ein Stecker-
gehause 65 in welchem die Steckerpins 64 angeordnet
sind.

[0021] In der Leiterplatte 61 entsteht Warme, daher
weshalb diese an den Boden 117 des Spalttopfs 116
thermisch angekoppeltist, um Verlustwarme an das For-
dermedium der Kreiselpumpe abzufiihren. Eine erste
Ausfiihrungsform dieser Warmeableitungistin Fig. 1 dar-
gestellt. Dabei sind Leiterbahnen 66 der Leiterplatte Gber
eine Warmeleitfolie 67 in unmittelbarem Kontakt mit dem
Boden 117. Ein elektronisches Bauteil 70, in Form eines
integrierten Schaltkreises (IC) wiirde diese direkte An-
kopplung mitdem Boden behindern, deshalbist eine Ver-
tiefung 107 im Spalttopf vorgesehen in der das Bauteil
eintauchen kann. Die Ausfuhrung nach Fig. 1 ist nicht
Bauraumoptimiert. Es ist aber mdéglich in der Welle 51
Aussparungen fir die Vertiefung 107 des Bodens 117
vorzusehen, so dass durch die beschriebene erste Aus-
fuhrungsform der Erfindung kein Bauraumverlust auftritt.
Die Lage des elektronischen Bauteils 70 ist dann aber
festgelegt auf die Leiterplattenmitte. Die Leiterbahnen
66, die zur Kontaktierung von zu kiihlenden Bauelemen-
ten 70 dienen, sind so dimensioniert, dass zur leichteren
Warmeabfuhr mdéglichst breite Leiterbahnen 66 auf der
Leiterplatte 61 vorgesehen sind. Um eine besonders gute
Ausnutzung der Leiterplatte 61 und eine optimale War-
meabfuhr zu erreichen, sind die unterschiedlichen Lei-
terbahnen 66 unterschiedlich breit ausgefiihrt, je nach
dem wie viel Warme in dem zu kontaktierenden Bautei-
leanschluss entsteht. Die Leiterbahnen 66 kénnen Uber
ihre groRe Flache thermisch gut an den Boden 117 an-
gekoppelt werden.

[0022] InderWelle 51 des Rotors 50 ist eine Langsnut
als Kiihlkanal zwischen einem Boden 117 des Spalttopfs
116 und dem Pumpenlaufrad 59 eingeformt, der eine
kontinuierliche Umwélzung des Férdermediums auch im
Innenbereich des Spalttopfs 116 erzwingt. Die Leiterplat-
te ist zwischen einer Stirnseite 45 des Motorgehauses
44 und dem Boden 117 des Spalttopfs 116 angeordnet
und Uber die Warmeleitfolie 67 in warmeleitendem Kon-
takt mit dem Boden 117 gehalten.

[0023] Das erste Gehauseteil 103 weist einen ersten
Flansch 130 und einen ersten daran anschlieRenden
Ring 131 auf. Das zweite Gehauseteil 104 weist einen
zweiten Flansch 140 und einen zweiten daran anschlie-
Renden Ring 141 auf. Das Motorgeh&useteil weist einen
dritten Ring 441 auf. Der zweite Flansch 140 und der
zweite Ring 141 bilden im Querschnitt zusammen eine
T-Form. Es sind vier Dichtungsbereiche 133, 144, 145
und 444 vorgesehen. Der erste Dichtungsbereich befin-
det sich auf der radial auf3en liegenden Seite des ersten
Rings 131 am ersten Gehauseteil 103. Gegenuberlie-
gend auf der radial innen liegenden Seite des zweiten
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Rings 141 und des zweiten Gehauseteils 104 befindet
sich der zweite Dichtungsbereich 144. Ebenfalls auf der
radial innen liegenden Seite des zweiten Rings 141 und
des zweiten Gehauseteils 104 befindet sich der dritte
Dichtungsbereich 145. Diesem gegenuberliegend auf
der radial auRen liegenden Seite des dritten Rings 441
und des Motorgehduseteils 44 befindet sich der vierte
Dichtungsbereich 444. Das zweite Gehauseteil 104 be-
steht aus einem fiir Laserlicht einer Wellenlange oder
eines Wellenldngenbereichs durchldssiges Material.
Das erste Gehauseteil 103 und das Motorgehauseteil 44
bestehen aus einem dasselbe Laserlicht absorbieren-
dem Material. Dadurch Iasst sich ein Laserstrahl ohne
Erwarmung des transparenten Materials bis zu einer
Nahtstelle fiihren. Dort trifft der Strahl auf Material, das
das Licht absorbiert und in Warme umwandelt, wodurch
der Kunststoff aufschmilzt und eine innige Verbindung
mit dem benachbarten Material eingeht.

[0024] Da die beiden zu verschweiltenden Dichtungs-
bereiche nahe beieinander liegen ist es ohne Schwierig-
keiten méglich die beiden Nahte in einer Vorrichtung und
in einem Arbeitsgang herzustellen. Die Schweilvorrich-
tung kann zwei einzelne Laser aufweisen, wobei mit je-
weils einem Laserstrahl eine SchweiRnaht hergestellt
wird oder sie kann einen einzigen Laser aufweisen, des-
sen Ausgangsstrahl durch einen Strahlteiler in zwei
Strahlenbiindel geteilt wird, von denen jeder eine der
Schweiflnahte erzeugt. Im vorliegenden Beispiel werden
die Laserstrahlen radial auf das Pumpengehause ge-
lenkt.

[0025] Fig. 2 zeigt ein Leiterplattenlayout fur die Lei-
terplatte 61, mit Leiterbahnen 66.

[0026] Fig. 3 zeigt ein teilweise bestiicktes Leiterplat-
tenlayout der Leiterplatte 61, mit dem integrierten Schalt-
kreis 70 (IC), dessen Anschlusskontakte mit unterschied-
lichen Leiterbahnbereichen 66 mit unterschiedlichen Fla-
chenausdehnungen elektrisch und thermisch verbunden
sind. Weiter sind Steckerpins 64 und Kontaktpins 62 dar-
gestellt.

[0027] Fig. 4 zeigt eine Explosionsdarstellung des Ge-
hauses der Kreiselpume 100 mit dem ersten Gehauseteil
103, dem zweiten Gehauseteil 104 und dem Motorge-
hauseteil 44. Das erste Gehauseteil 103 weist einen
Saugstutzen 105, einen Druckstutzen 106, den ersten
Flansch 130 und den ersten Ring 131, der an den ersten
Flansch anschlieBt und einen ersten Dichtungsbereich
133 aufweist. Das zweite Gehauseteil umfasst den Spalt-
topf 116, der an seinem Boden 117 eine Vertiefung 107
fur ein elektronisches Bauteil aufweist, den zweiten
Flansch 140 und den zweiten Ring 141, der an seiner
Innenseite den zweiten Dichtungsbereich 144 (hier nicht
sichtbar) und den dritten Dichtungsbereich 145 aufweist.
Das Motorgehauseteil 44 umfasst den dritten Ring 441,
denvierten Dichtungsbereich 444 und ein Steckergehau-
se 65.

[0028] Fig. 5 zeigt eine Explosionsdarstellung mit ei-
nem Stator 40 eines birstenlosen Gleichstrommotors 10
mit einem dem ersten Gehauseteil 103, dem zweiten Ge-
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hauseteil 104 und dem Motorgehauseteil 44. Das zweite
Gehauseteil tragt den Stator 40 mit einer auf einem Iso-
lierstoffkérper 46 gewickelten Statorwicklung 41. Auf
dem Isolierstoffkérper befinden sich Befestigungsmittel
463, bestehend aus einem Anschlagmittel 464 und ei-
nem Schnappmittel 465, wobei das Anschlagmittel 464
und das Schnappmittel 465 aus dem Isolierstoffkorper
46 vorspringen. Die Befestigungsmittel 463 dienen zur
Befestigung der Leiterplatte 61. Der Isolierstoffkorper 46
weist Halterungen 467 auf, die ausschlieRlich fir die me-
chanische Abstiitzung von Steckerpins 64 dient. Die
Steckerpins sind elektrisch mit der Leiterplatte 61 ver-
bunden. Eine elektrische Verbindung zwischen der Lei-
terplatte 61 und der Statorwicklung 41 wird von Kontakt-
pins 62 hergestellt, wobei die Kontaktpins 62 einerseits
Schneidklemmkontakte und andererseits Einpresskon-
takte aufweisen.

[0029] Fig. 6 zeigt eine Darstellung des montierten
Stators 40 mit dem zweiten Gehéauseteil 104, der dem
Isolierstoffkdrper 46, den Anschlagen 464 und Schnapp-
mitteln 465 als Befestigungsmittel 463 der Leiterplatte
61, den Halterungen 467 fir die Steckerpins 64 und den
Kontaktpins 62, die in die Leiterplatte eingepresst sind
und Uber Schneidklemmkontakte mit der Statorwicklung
41 elektrisch verbunden sind.

[0030] Fig.7 zeigteine Darstellung nach Fig. 6 mitaus-
geblendeter Leiterplatte 61, wobei der Hall-Sensor 71
und der integrierte Schaltkreis (IC) mit der Warmeleitfolie
lagerichtig dargestellt sind. Deutlich sind hier die Kon-
taktpins 62 zu erkennen, die in den Vorspriingen 466
eingesteckt und dort Giber den Schneidklemmkontakt mit
einem Wicklungsdraht verbunden sind, wobei der Wick-
lungsdrahtin Schlitzen 461 des Vorsprungs eingelegtist.
Weiter sind die Anschlage 464, die je Befestigungsmittel
463 zweifach vorgesehen sind und geschlitzte Schnapp-
mittel 465 zu erkennen.

[0031] Die Fig. 8 und 9 zeigen den Stator 40 mit ring-
scheibenférmigen Statorblechen 420, an denen Klauen-
pole 42 anschliel3en, der Statorwicklung 41, der Leiter-
platte 61, den Steckerpins 64, die mit Anformungen 641
versehen sind, mit deren Hilfe sie im hier ausgeblendeten
Isolierstoffkdrper mechanisch fixiert sind, dem integrier-
ten Schaltkreis (IC) 70 mit Warmeleitfolie 67 und dem
Hallsensor 71. In Fig. 8 sind die Schneidklemmkontakte
63 der Kontaktpins 62 gut zu erkennen. Die Leiterplatte
61 weist Ausnehmungen 611 auf, die fiir die Aufnahme
der oben genannten Schnappmittel dienen.

[0032] Fig. 10 zeigt eine zweiten Ausfuhrungsform der
Erfindung, dabei sind die elektronischen Bauteile auf der
dem Boden 117 gegeniiberliegenden Seite angeordnet.
Dadurch ist es auch mdéglich, die Bauteile 70 als diskrete
Transistoren auszubilden, weil sich die Transistoren
nicht in Vertiefungen befinden und daher Gber die ge-
samte Leiterplatte verteilt angeordnet sein kénnen. Um
die Warme, die in den Bauteilen 70 entsteht auf den Bo-
den 117 zu leiten, sind in der Leiterplatte 61 eine Vielzahl
von Durchkontaktierungen 612 vorgesehen. In I|hrer
Summe bilden die Durchkontaktierungen einen grof3en
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Leiterquerschnitt und kénnen die Warme auf die Leiter-
bahnen 66 der den Bauteilen gegeniberliegenden Seite
der Leiterplatte 61 und Uber diese auf den Boden 117
weiterleiten.

[0033] Fig. 11 zeigt eine Leiterplatte 61 gemal der
zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung, mit elektroni-
schen Bauteilen 70 in Form von Transistoren, mit Aus-
nehmungen 611 fur die Aufnahme der Leiterplatte 61,
Leiterbahnen 66 und einer Vielzahl von Durchkontaktie-
rungen 612, welche einen Grofteil der in den Bauteilen
70 entstehenden Warme auf die gegeniiberliegende Sei-
te der Leiterplatte leiten und dort Giber die Leiterbahnen
66 in den Boden der Kreiselpumpe und von dortins Pum-
penmedium.

[0034] Fig. 12 zeigt eine Leiterplatte 61 nach der zwei-
ten Ausfliihrungsform, bei der die elektronischen Bauteile
70 dem Boden abgewandt sind. Um die thermische An-
kopplung zwischen den Leiterbahnen und dem Boden
117 zu verbessern ist eine Warmeleitfolie auf die Leiter-
bahnen aufgeklebt.

Bezugszeichenliste

[0035]

10 Elektromotor
20 Luftspalt

40 Stator

41 Statorwicklung
42 Klauenpol

420 ringscheibenférmige Statorbleche
421  Ende

422  Aussparung

423  Steg

424  Luftspalt

43 Riickschlussring

430 Blechbriicke

431  Schlitz

432  Verbindungsschlitz
433  offener Schlitz

434  Freisparung

435 erster Rand

436  zweiter Rand

437  Nahtstelle

438  Verbindungsmittel
439  Blechzunge

44 Motorgehause
45 Stirnseite (des Motorgehauses)

46 Isolierstoffkdrper

461  Aufnahmeschlitz

462 Montageausnehmung
463  Befestigungsmittel

464  Anschlag

465  Schnappmittel

466  Vorsprung

467  Halterung (fur Steckerpin)

47 saugstutzenseitige Achsaufnahme
48 spalttopfseitige Achsaufnahme



49
50
51
511
512
52
521
522
523
524
53
531
532
54
58
59
591
60
61
611
612
62
63
64
641
65
66
67
70
71
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
130
131
133
140
141

Achse
Rotor
Welle
Nut
Scheibe

hohlzylindrischer Permanentmagnet

Arbeitsmagnetisierung
Sensorspur-Magnetisierung

Stirnseite (des Permanentmagneten)

Sicherheitsspalt

elastisches Verbindungsmittel

erster Bereich (breit)
zweiter Bereich (schmal)
Festlager
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Langsnut (fir sekundaren Flussigkeitskreislauf) 75

Pumpenlaufrad

Flugel

Elektronik

Leiterplatte
Ausnehmungen
Durchkontaktierungen
Kontaktpin
Klemmschneidkontakt
Steckerpin
Anformungen
Steckergehause
Leiterbahn
Warmeleitfolie
Integrierter Schaltkreis (IC)
Hall-Sensor
Trockenraum
Kreiselpumpe
Nassraum
Pumpengehause
erstes Gehauseteil
zweites Gehauseteil
Saugstutzen
Druckstutzen
Vertiefung
Pumpenraum

runde Kontur

Sporn
Ubergangsbereich
Umfangswandung
scharfe Kante
Spalttopf

Boden

Rotorraum

Vertiefung
spiralférmige Innenkontur
Aufnahme
Pumpenbefestigungsmittel
Verrundung

erster Flansch

erster Ring

erster Dichtungsbereich
zweiter Flansch
zweiter Ring
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144  zweiter Dichtungsbereich

145  dritter Dichtungsbereich

150  Schwalbenschwanzkontur

151  komplementare Kontur

152  V-férmige Ausnehmung

441  dritter Ring

444  vierter Dichtungsbereich

Patentanspriiche

1. Kreiselpumpe (100) mit einem aus spritzgusstech-

nisch verarbeitbarem Kunststoffmaterial bestehen-
den Pumpengehause (102), das ein erstes, einen
Saugstutzen (105) und einen Druckstutzen (106)
aufweisendes, Gehauseteil (103), und ein zweites,
einen elektronisch kommutierten Gleichstrommotor
(10) aufnehmendes und einen Spalttopf (116) auf-
weisendes zweites Gehaduseteil (104) umfasst, ei-
nem Motorgehduseteil (44), der einen Trockenraum,
den der Spalttopf (116) von einem Nassraum trennt
und in dem ein Stator (40) und eine Elektronik (60)
angeordnet sind, schlief3t und einem Permanentma-
gnetrotor (50), derim Nassraum drehbar gelagert ist
und ein Pumpenlaufrad (59), das sich in den Pum-
penraum 109 erstreckt, antreibt, wobei die Elektronik
auf einer rechtwinklig zu einer Achse (49) und par-
allel zu einem Boden (117) des Spalttopfs (116) aus-
gerichteten Leiterplatte (61) angeordnet und die Lei-
terplatte (61) in warmeleitendem Kontakt mit dem
Boden (117) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Leiterbahnen (66) der Leiterplatte
(61) in warmeleitendem Kontakt mit dem Boden
(117) sind.

Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein sich an die Oberflache der Lei-
terplatte (61) und Boden (117) anpassendes War-
meleitmittel zwischen Boden (117) und der Leiter-
platte (61) angeordnet ist.

Kreiselpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein sich an die Oberflache der
Leiterbahnen (66) und Boden (117) anpassendes
Warmeleitmittel zwischen Boden (117) und den Lei-
terbahnen (66) angeordnet ist.

Kreiselpumpe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Warme, die in einem elektro-
nischen Bauteil (70) entsteht tber Leiterbahnen (66)
der Leiterplatte (61), dem warmeleitenden Mittel und
dem Boden (117) des Spalttopfs (116) an ein For-
dermedium der Kreiselpumpe (100) abgegeben
wird.

Kreiselpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das warmeleitende Mittel zumindest
drei Transistoren als elektronische Bauteile (70)
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thermisch Uber die Leiterbahnen mit dem Boden
(117) koppelt.

Kreiselpumpe nach Anspruch 2, 3, 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Warmeleitmittel
eine Warmeleitfolie (67) ist.

Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-
henden Anspriuche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterplatte (61) Leiterbahnen (66) auf-
weist, deren Querschnitte abhangig von den damit
elektrisch und thermisch angeschlossenen Bautei-
len (70) oder Bauteilanschliissen unterschiedlich ge-
wahlt sind, wobei der Querschnitt bei hdherer zu er-
wartender Warmeentwicklung groRer gewahlt wird.

Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterplatte (61) Leiterbahnen (66) auf-
weist, deren Flachenausdehnung auf der Leiterplat-
te (61) abhangig von den damit elektrisch und ther-
misch angeschlossenen Bauteilen oder Bauteilan-
schliissen unterschiedlich gewahlt sind, wobei die
Flachenausdehnung bei héherer zu erwartender
Warmeentwicklung gréRer gewahlt wird.

Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein zu kihlendes elektronisches
Bauteil (70) auf der dem Boden (117) abgewandten
Seite der Leiterplatte (61) angeordnet ist und Gber
zumindest eine warmeleitende Durchkontaktierung
(612) mit den Leiterbahnen (66) auf der gegeniiber-
liegenden Seite der Leiterplatte (61) verbunden ist.

Kreiselpumpe nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Vielzahl von Durchkontaktie-
rungen (612) vorgesehen ist.

Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Boden (117) eine Vertiefung (107) auf-
weist, die als Freisparung fiir ein auf der Leiterplatte
(61) angeordnetes und mit Leiterbahnen (66) der
Leiterplatte elektrisch und thermisch angeschlosse-
nes elektronisches Bauteil (70) dient.

Kreiselpumpe nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefung (107) in der Mitte des
Bodens (117) angeordnet ist.

Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das elektronische Bauteil (70) als SMD-Bauteil
ausgebildet ist und mit der Oberflache von Leiter-
bahnen (66) der Leiterplatte (61) ohne An-
schlussdréhte verlétet ist.
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14. Kreiselpumpe nach zumindest einem der vorange-

henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass das elektronische Bauteil (70) ein integrierter
Schaltkreis (IC) ist.
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Fig. 11
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